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Opravarenske pracovist é EXPERT 10.6 HV

Rework stanice pro spolehlivou a pfesnou opravu
BGA, CSP, SO a QFN 0d0201 do 40 x 40 mmz2.

» Opravarenské pracovist €& uréené pro
opravy SMD komponentv ¢etné BGA.

*  Poloautomaticky hybridni rework systém.

» Kompaktni opravarska stanice mize byt
pouzita také k pajeni ¢i odpéjeni Ci
odstran éni zbytkové pajky .

e Pomoci softwaru Easy Solder jsou
vSechny pajeci profily a konfigurace v
procesu opravy fizeny jasné a jednoduse.

*  Hybridni nebo IR spodni oh Fev.

* Inovativni technologie AVP (Advanced-Vision-Placement ).

«  Hybridni 3 000W vykonny spodni oh fev pro plochu aZ 275 x 245 mm®.

* Nastavitelna vyhfevna plocha a nastavitelna velikost DPS.

e Automatické rozmisténi SMD soucastek diky technologii AVP.

» Softwarovy balik Easy Solder a DBL 06 fidici jednotka.

»  Sest vstupd pro méfeni teploty (typu K).

Toto pracovisté je vhodny zejména pro stfedné velké a velké desky ploSnych spoj 4. Typické pouziti rework
systému EXPERT 10.6 je, v zavislosti na konfiguraci, oprava mobilnich a chytrych telefond, primyslové
elektroniky, poc&itacovych a serverovych desek, telekomunikaénich desek, aj.

Parametry rework systému
Zakladni parametry

e Spodni ohfev (hybridni);: 600 W - 3 000 W.
e Horni ohfev (horkovzdusny): 300 W.

» Velikost DPS (max): 300 x 300 mm.

«  Celkova zakladni plocha: 865 x 460 mm?.

Technické parametry

» Celkova spotfeba: 3 500 VA.

* Vykon pajedla: 300 W, 35 I/min.

* Vykon spodniho ohfevu: 600 - 3000 W, 6 x IR lampy.

«  Efektivni plocha ohfevu: 275 x 245 mm?®.

» Doporu¢ena max. velikost DPS: 305 x 305 mm?>.

» Rozliseni pohybového systému: 0,001 mm.

e Presnost umisténi: + 0,015 mm (flip chipy)*, £ 0,030 mm (CSP), + 0,040 mm (BGA), £ 0,070 mm (maxi
BGA)*.

* CMOS kamera s vysokym rozliSenim: 5 mil. px, USB2.

* Plocha zobrazeni kamery (FOV): 14 x 18 mm? (flip chipy), 28 x 27 mm? (CSP), 37 x50 mm? (BGA),65 x
85 mm? (maxi BGA)*.

» Napdjeni: 1fazové 230 VAC, 25A/faze, pojistka 16 A, typ C; typ konektoru CEE 32 A (3fazovy).

» Stlaceny vzduch: 5 - 8 bar(, 100 I/min, €isty suchy vzduch.

«  Celkova zékladni plocha: 865 x 460 mm?®.

* volitelné pfisluSenstvi
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Standardni p FisluSenstvi

e Sada nastroja pro davkovani, umisténi, odstranéni zbytkové pajky a pajeni se zasobnikem.
e Sada pokladacich trysek (BGA/CSP) 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm.

* Sada péjecich trysek (BGA) 15 mm, 27 mm, 35 mm a 40 mm.

e Dvé kamerové ¢ocky (BGA a CSP).

e Dva termoclankové senzory (typ K).

+  CtyFi PCB magnetické drzaky 40,5 mm (standardni).

» TF PCB svorky pro instalaci ruéniho stojanu.

e Nozni spinac.

e Opravarska abeceda a manual.

Technologie rework systému

Pro rozséhlé dkoly: EXPERT 10.6

Rework stanice fady EXPERT 10.6 byly vyvinuty pro spolehlivé a prfesné opravy SMD, patic a konektoru.
Inovativni technologie, jako je Advanced Vision Placement (AVP), umoziuji spolehlivé pajeni a demontaz bez
potfeby uzivatelského zasahovani do procesu pajeni. Tyto kompaktni pracovni stanice mohou byt také pouzity

na odstranovani zbytkd pajky a tavidla ¢i davkovani pajeci pasty.

Efektivni oprava DPS

VSechny rework stanice spole¢nosti Martin  SMT pouZivaji princip jemného simultanniho oh Fevu
elektronickych sestav seshora i zdola . Horni ohfev je vzdy zajiStovan horkym plynem, zatimco ohfev desky
s plosnymi spoji zdola je provadén hybridnim &i infraéervenim ohfevem, v zavislosti na aplikaci.

Horky plyn shora Hybridni oh Fev zdola Infra €erveny oh fev zdola
Horky plyn jako pfenosové médium Kombinaci infraterveného zéareni a Tato technologie pfedstavuje
je velmi efektivni, pfesné horkého plynu je energie nakladoveé efektivni vstup do
kontrolovatelny a proto mimoradné pfevedena na DPS velmi efektivné. manualnich oprav. Infracervena
vhodny pro zahfivani citlivych SMD Na celou plochu je teplo topna télesa jsou pfesné
soucéastek. rovnomérneé rozlozeno, coz ma za nastavitelnd, rychle pusobi, a
néasledek snizeni mechanického proto se idealné hodi pro malé
namahani vyvolaného teplotou na DPS.
minimum.

Polohovaci technologie AVP

JistéjSi zpracovani s automatickym pokladanim komponent

Stac¢i par kliknuti mysSi k uréeni polohy komponenty a proces
umistovani je zahajen. Poté nasleduje zarovnani a polozeni
soucastky na povrch desky, a to zcela bez zasahu uzivatele. V
kazdé fazi kamera "dohlizi" na komponentu. Pajeni pak pokracuje
automaticky.  Existuje  jednodussSi  zpusob, jak ovladat

opravarenskou stanici?

Polohovaci technologie pouzivana firmou Martin SMT je
jednoducha a pfesna. NevyZaduje zadné technické feSeni, které by
vizualné zarovnavalo prvky, nybrz pouziva fixni kameru. Zarovnani a umisténi je dosazeno automaticky
kliknutim mysi.
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AVP je zkratka pro Advanced Placement Vision . Tato technologie je podporovana softwarovou aplikaci
nezavislého umistovani komponent. To znamena, Ze:

* neprobih& zadnéa Uprava objektivu kamery,

* neprobihd zadné vyrovnavani jednotlivych obrazkd z kamery,

e uZzivatelé pouze oznaci rohy komponent mySi na obrazku a systém automaticky zarovna a umisti

komponenty,
* komponenty jsou pfesné umistény na PCB,
» kalibrace je jednoduch& a automaticka.

Patentovany proces snizuje chybovost umistovani komponent na minimum, nebot komponenta je
zarovnavana pfi vysokém rozliSeni barevné kamery. Pro rizné rozsahy velikosti komponent (uSMD — BGA
nebo 0402 aZ 48 x 48 mm®) jsou k dispozici tfi o&ky s fixnim zvétsenim.

(o )
SRS L/ Ill_‘
i mo
+-.
Kliknuti na vzor na PCB Kliknuti na rohy Cipu Automatické nastaveni a umisténi

Intuitivni softwarova platforma Easy-Solder

Pajeci software Easy-Solder je Fidici centrum celého rework procesu. VSechny kroky: péajeni, odpajeni,
odstranéni zbytkové pajky, davkovani a reballing lze pouzit intuitivné. Inovativni funkce, jako napf. Auto-
Profiler", €ini Zivot uzivatele mnohem snadnéjSi. Samozfejmé funkce integrovanych report 0 zaznamenava
vSechny parametry oprav, coz je duleZité pro kontrolu kvality.

Intuitivni GUI podporuje administratorské i opera €ni rozhrani pro nejefektivnéjSi pouzivani rework stanice.
Program Easy-Solder doprovazi uzivatele jasné a prehledné béhem kompletniho procesu opravy DPS
Obzvlasté uzitecny je softwarovy modul "AutoProfiler ", ktery vytvéafi profil zalozeny na nékolika dulezitych
parametrech a méfenich dvou termoclanka.

Easy-Solder nabizi nasledujici funkce:

e prepdjeni vadnych soucastek,

* odstranéni zbytkové pajky,

» vydej Cerstvé pajeci pasty a tavidla,
e umisténi komponent,

e pajeni novych komponent.

Pajeni a odpajeni Ostran éni zbytk G pajky Davkovani

Program nabizi rizné nastroje, Diky integraci na pracovni stanici S Easy-Solder programem se stava
které podporuji uzivatele pfi tento procesni kroky vyuziva aplikace pajeci pasty, tavidla nebo
zakladani novych procest a zbyvaijici tepelnou energii z vyplné jednoduchym Ukolem.
nabizeji vysokou miru flexibility. odpéjeciho kroku. Procesni Viskozita a objem davkovani
Easy-Solder umoznuje jednoduché parametry jsou spravovany v jednotlivych bodu Ize pfesné
generovani profil(l a jejich spravu - databance a odkazuji na konkrétni nastavit.

Setfi drahocenny ¢as. komponenty.
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Auto-Profiler S Easy-Solder programem se stava aplikace péajeci pasty,
tavidla nebo vyplné jednoduchym ukolem. Viskozita a objem davkovani
jednotlivych bodu Ize pfesné nastavit.

Pfi pouziti funkce Auto-Profiler se vétSina prace provadi pomoci softwaru.
Tento modul vytvafi optimalni teplotni profily pro pajeni a odpajeni SMD
soucéastek, zalozené na vychozich hodnotach vyrobce, termoclancich a
nékolika klicovych faktorech.

Kazdy krok procesu lze ulozit, upravit a znovu pouzit pozdéji. Funkce se
pohodiné zobrazuji a pouzivaji se intuitivné. Lze generovat protokoly ,
které zobrazuji nastavené a skute¢né dosazené hodnoty.

Jemny pfenos energie na komponenty je dosaZzen pouze pomoci
optimalizovanych pajecich nastroj . Specidlné navrzené trysky
smeéfuji energii pfesné podle pajenych spojui (QFP) a chrani citlivé
oblasti (konektory). Vysledkem je pajeci proces, ktery je Setrny k
sou €astce a zaroven poskytuje maximalni vytéZznost.

+ EXPERT 10.6 HV - BGA, CSP, SO, QFN, od 0201 do 40 x 40
mm.

* EXPERT 10.6 HXV - BGA, CSP, SO, od 0804 do 48 x 48 mm.
* EXPERT 10.6 HXXV - BGA, CSP, SO, QFN, od 0804 do 48 x 48
mm.

Typické pouziti rework systémt EXPERT 10.6 je, v zavislosti na konfiguraci, oprava mobilnich a chytrych
telefon(l, primyslové elektroniky, pocitaCovych a serverovych desek, telekomunikaénich desek, aj.
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